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高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi2212)の固有ジョセフソン接合系をメサ構造に加工し、接

合の積層方向に電圧を印加することで、サブテラヘルツ領域において単一素子から数十マ

イクロワットレベルのパワーをもつ単色かつ連続波の放射が得られている[1,2]。これまで研

究されてきた素子では、メサ部がテラヘルツ電流源並びに共振器とアンテナの役割を兼ね

ていたが、我々はメサ部から共振器とアンテナの役割を切り離すことで発振効率をあげる

ことに成功した[3]。接合面積 20×20 µm2のメサ部から、一辺 300 µmおよび 150 µmの正方

形 Auパッチに背面給電した素子において、0.54 - 0.73 THz および 1.26 - 1.49 THz の発振を

これまでに報告してきた[3,4]。本研究では、半導体デバイスでも難しい 1.5 THz 付近におい

て高出力発振を得ることを目的として、より接合面積の大きいメサから Auパッチに共平面

給電した構造を作製し、その効果を調べた。 

接合面積 40×100 µm2のメサ部から、一辺 300 µmおよび 150 µmの正方形 Auパッチに共

平面給電した素子において、観測した発振スペクトルを図 1に示す。Auパッチのサイズか

ら見積もられる共振周波数に対し、それぞれ 200 GHz 程度高い周波数の発振であるが、接

合面積 20×20 µm2のメサ部に結合した素子に比

べると、どちらも約 2 - 3倍の強度の発振である。

この結果は、共平面給電構造を用いてメサ部の

接合面積をさらに大きくするとともに、Auパッ

チのサイズを変えることで、より高周波におい

て強い発振が得られる可能性を示唆している。

詳細については当日報告する。 
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